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Ultradünnes Glas stellt eine interessante Basis-
Technologie für die gedruckte Elektronik dar
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Anwendungssektor von gedruckter Elektronik  
vereinbart. Dabei sollen Lösungen zu Wearable 
Electronics, In-mold Electronics, Consumer 
Electronics und Gesundheitspflege im Vorder-
grund stehen 

845



PLUS  5/2017      787

LEITERPLATTENTECHNIK

Auf den Punkt gebracht (H. J. Friedrichkeit):   
48 V-Mild-Hybrid-System schafft  
neue Elektronikanwendung  858

Durchgängiger DFM-Prozess für 3D-Druck  
von Leiterplatten und Baugruppen 869

Modulare Galvanikanlage verbessert Qualität  
der Kupferabscheidung im Panel-und Pattern-Plating 872

Solide Wachstumsprognose für die organische  
und gedruckte Elektronik 875

Preiserhöhungsspirale von Laminaten unvermeidlich? 878

Leicht entfernbare Abdeckmaske für Leiterplatten 880

BAUGRUPPEN & SYSTEME

Moderne Netzteiltechnologie ohne Ferritkerne 886

Stufenschablonen per ,StencilLaser‘ schneiden 892

LOPEC 2017 – Messe und Kongress  
mit branchenübergreifender Vernetzungsstrategie 897

Volle Kontrolle über den gesamten Druckprozess 899

Industriemesse i+e – mit Elan ins neue Jahr 902

Preforms aus Goldlegierungen 905

Ein dreijähriges Projekt soll jetzt neuartige, modulare Laserstrahlquellen 
im tiefen UV-Bereich (DUV) für die Mikrobearbeitung verschiedener 
Materialien der Mikroelektronik erforschen

937

Leiterplattenhersteller aus der Luft- & 
Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik 
setzen ihr Vertrauen auf Ventec’s AS9100 
Rev C-akkreditierte Lieferkette für 
hochzuverlässige Basismaterialien und 
Prepregs. Von der Herstellung bis zur 
Lieferung ist unser gesamtes qualitativ 
hochwertiges Produktportfolio von Polyimiden, 
FR4 und unserer ‘tec-speed’ Serie von High-
Speed/Low-Loss   Materialien abgedeckt. 
Ventec - Ihr strategischer Partner für Ihre 
sicherheitskritische Lieferkette!

Ventec International Group 
T: +49 (0)6352 75326-0  
E: contact@ventec-europe.com  

  Follow @VentecLaminates

Höchste 
Qualitätsstandards für 
Aerospace & Defense 
durch AS9100 Rev C 
Zertifizierung

www.venteclaminates.com 
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Ventec ist Spezialist für die Herstellung 
von hochwertigen Basismaterialien und 
Prepregs. Unser globales Vertriebsnetz liefert 
kundenspezifische Supply-Chain-Lösungen in 
allen Regionen der Welt.

Mit komplett ausgestatteten Service-Zentren 
in China, Großbritannien, Deutschland 
und USA, ist niemand besser positioniert, 
um die Bedürfnisse der globalen 
Leiterplattenindustrie zu bedienen.

Ventec International Group 
T: +49 (0)6352 75326-0  
E: contact@ventec-europe.com  

  Follow @VentecLaminates
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Die Microtronic GmbH ist der Partner in der Mikro- 
elektronik mit Spezialisierung auf Anlagen zur Herstellung 
und Qualitätssicherung. 

Neben dem Vertrieb von Geräten und Zubehör, werden 
auch Dienstleistungen durchgeführt: Untersuchungen mit 
Ultraschallmikroskopen (Sonix), Lötbarkeitstests (LBT210) 
und anderem. 

Microtronic führt darüber hinaus regelmäßig Schulungen 
zu verschiedenen Themen im Haus oder auch direkt vor 
Ort durch. Eine eigene Serie von Lötbarkeitstestern wurde 
vor Kurzem vorgestellt. 

Weitere Informationen: www.microtronic.de
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